
智慧財產管理計畫與執行成果報告 
 

一、 研發理念與策略  

面對經營環境日益艱難的挑戰，本公司採取因應對策，經營策略上以「傳統

IC 封裝及 Sensor IC 封裝」齊步並重，為強化成本、產品、節能環保及滿

足客戶需求，進行研發布局，期能透過研發創新，降低成本，建立未來發展

所需技術，提升公司整體競爭力，並達成公司成長與永續經營的願景。 

 

二、 智慧財產管理策略與目標 

1. 智財策略 

為提升本公司智財管理，並與公司營運雙主軸策略相互結合，以「持續

精進智慧財產取得、保護、維護與運用等管理系統與措施」為本公司現

階段之智財策略。 

2. 智財政策與目標 

透過風險機會識別分析後，訂定智財發展之政策與目標： 

「強化各項技術之專利布局與維護」 

「確保公司研發成果，提升產品競爭力和獲利」。 

 

三、 智慧財產管理制度與資源運用 

1. 智慧財產管理制度 

本公司為提升智財管理並與經營發展之策略相互結合，訂定與營運目標

連結之智慧財產管理計畫，強化智慧財產取得、保護、維護及運用等管

理措施，降低營運風險，維持長期競爭力。建立如下之智慧財產管理制

度： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

智財 

取得 

「專利申請管理辦法」 

智財 

保護 

「勞動契約保密約款」 

「公司機密資料、資

訊管理辦法」 

「文件管制程序」及

「文件管制準則」 

智財 

維護 

文件中心「電子管

理系統」 

智財 

運用 

「專利申請管理辦法」 

文件中心「電子管理系

統」 

 



(1) 專利管理制度 

A. 訂定「專利申請管理辦法」 

本公司由研發工程處負責專利權之管理，內部訂有「專利申請

管理辦法」，作為專利之提案構想、申請、保護、維護及運用

流程之遵循規範。 

本公司之專利主要布局在各種封裝測試技術和電子製造服務

技術，鼓勵朝公司未來產業發展方向申請專利，以發明專利為

申請主軸。 

B. 建置「專利總表」 

定期更新及維護「專利總表」，搭配內部稽核及管理審查等機

制，確保系統運作，達成智慧財產管理目標，並持續精進。 

C. 獎勵措施 

為了鼓勵員工積極創新，本公司建立獎勵制度，針對「創新提

案」、「專利申請」、「特殊貢獻」等面向進行獎勵，結合公司智

慧財產權之策略運用，為公司創造出具有高度價值之智慧財

產。 

 

(2) 營業秘密管理制度 

A. 於員工管理方面，公司與員工間訂勞動契約保密約款，包含 

新進員工:聘僱合約書、保密合約書 

離職員工:離職返還資料義務及保密義務等 

B. 於資訊管理方面，推行營業秘密管理相關規範，包含 

 訂定「文件管制程序」及「文件管制準則」 

本公司訂有「文件管制程序」及「文件管制準則」 ，作為

內部技術性、包含客戶端之營業秘密層級、使用方式及管理

之遵循規範。 

透過文件機密等級分類之建立及電子管理系統，管制與管理

機密文件，以防止公司營業秘密外流。 

 訂定「公司機密資料、資訊管理辦法」 

  針對資訊安全，本公司則訂有「公司機密資料、資訊管理辦 

  法」等資安管理相關規範，保障人員資料隱私與客戶權益， 

  降低公司資訊不當外洩之風險。 

C. 教育訓練與宣導 

本公司已建置營業秘密管理規章制度，將營業秘密保護之議題

納入新進人員之訓練課程，透過教育訓練與宣導，強化同仁保

護公司機密資訊之意識以及法令遵循的專業認知，務求員工恪



遵保密義務，降低公司資訊不當外洩之風險。 

 

2. 智慧財產管理資源運用 
(1) 研發策略與方向 

本公司現階段之研發策略，研發資源主要聚焦於發展傳統 IC封裝

及 Sensor IC封裝之雙主軸策略上，進行核心能力規劃，期能深耕

封裝技術，永續發展。 

A. 研發組織 

(a) 研發職能 

創新產品開發研究，並以綠能、環保、節能產品為開發

基礎。 

產品製程改善、品質良率提升。 

 

(2) 公司研發資源 

    歷年研發費用及占比 

                                             單位：新台幣仟元；% 

   年度    111年度 110年度 109年度 

研發費用  131,024 143,554 138,918 

佔營收比（%）  3 2 3 

 

(3) 外部研發資源 

近年來為了增加研發的深廣度，本公司積極參與政府輔助項目之封

裝技術研發計畫，如下說明: 

期間 計畫名稱 內容 應用 

101/9/01 

至 

103/8/31 

車用大電流高電壓

IGBT功率模組封裝

技術開發計畫(車

電關鍵技術計畫) 

本公司接受政府輔助項

目之技術包括功率模組

封裝設計、封裝技術和

測試驗證技術。 

大電流高電壓 IGBT功率模組為電動車

與油電混合車之關鍵零組件，可應用

於車輛、船舶、太陽電池和風力發電

產業。 

104/12/01 

至 

106/11/30 

高值化高功率半導

體碳化矽功率模組

計畫 

本公司接受政府輔助項

目之技術包括功率模組

封裝設計、封裝技術和

測試驗證技術。 

碳化矽元件可降低矽元件 85%的切換

損失，透過電力電子技術，可大幅改

善能源轉換效能，是能源短缺和工業

設備節能未來的首選，市場從資訊/消

費性到工業用產品，廣泛應用於節

能、高頻和高溫電力電子系統。 

108/04/01 

至 

109/09/30 

封測聯盟智慧製造

與應用服務發展計

畫 

本公司接受政府輔助項

目之技術主要為感測器

封裝肇因分析與回饋設

備自動組態技術開發。 

1.透過聯網、數據採集、智能化分析

達「智慧製造」與應用服務。 

2.促使製造良率提升，優化工廠生產

管理。 



 

四、 智慧財產之主要用途與貢獻 

1. 保護運用研發成果，並運用於生產產品上，促進產品營收。 

2. 加強保護營業秘密，避免洩漏營業秘密。 

 

五、  智慧財產相關風險或機會與應對措施 

1. 智財風險識別 

本公司已考量影響智慧財產管理系統之內外部議題及利害關係人，

關注並評估利害關係人對智慧財產管理制度之要求與期待，盤點結

果如下:與本公司智慧財產管理制度有關的利害關係人，以客戶、投

資人、員工和主管機關為主。 

客戶重視符合產業發展需求之技術；投資人注重內控及運用公司智財

成果，創造營收利益；員工需要智財教育訓練和提高智財認知；主管

機關強調企業負責、創新、鼓勵推動實施智財管理制度，鏈結產/官/

學/研發，活絡產業與帶動轉型。 

 

2. 智財風險應對 

利害 

關係人 

內/外部 

議題 

風險/

機會 

應對作法 

客戶 符合需求之技術 機會 依產業技術發展趨勢，檢視相關技術

之專利申請狀況，並持續推動專利提

案 

投資人 投資效益 機會 注重內控及運用公司智財成果，創造

營收利益 

員工 研發成果/營業秘

密保護 

智財外流 

機會 

 

風險 

透過智財教育訓練，提高智財認知 

完善智財管理制度 

建立機密保護機制 

主管 

機關 

強化智財保護意識 

避免侵權 

機會 

風險 

完善智財管理制度 

 

 

 

 

 



六、   規劃及實施持續改善機制，確保智財管理制度運作

與成效 

本公司每年至少一次將智慧財產管理計畫及執行情形，諸如專利申請及

維持狀況、營業秘密保護狀況等事項向董事會進行報告。 

為確保本公司所推動之智慧財產管理制度的運作符合組織預期，並持續

改善及進行各項流程變更與補強作業，以達管理成效。 

 

 

七、 112年智慧財產執行成果 

(1) 專利佈局成果 

本公司專利主要布局在各種封裝測試技術和電子製造服務技術，統

計截至 112年第三季，本公司已向台灣、美國、中國、日本及歐洲

等地區提出專利申請案，本公司取得之專利之統計資料如下: (1) 

已註冊：55件  (2) 申請中：4件 

 

(2) 其他 

(1) 研發主管每年亦至少一次於董事會報告研發現狀及未來研發

計畫，使董事能適度了解本公司智慧財產權之布局。 

(2) 重視源頭管理，與員工簽訂保密合約，落實智慧財產管理。 

(3) 內部文件電子管制系統更新，強化智慧財產管理。 

(4) 對現職同仁進行專利與營業秘密專題之意識宣導。 

(5) 已訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，

規範董事及員工禁止洩漏商業機密及智慧財產權。 

 

本公司每年至少一次將上述智慧財產管理計畫及執行情形向董事會進

行報告，並針對董事之建議提出改善措施。最近一次提報日期為 112年

11月 6日。 

 


